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Połączenie płyty Ruukki SP2C z rdzeniem PIR
z płytą Ruukki wyższego obiektu poza stykiem płyt
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14. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa.

9. Łącznik Ł03.

11. Nit szczelny (co 300 mm).
12. Taśma butylowa.

10. Nit jednostronny Al/Fe (co 300 mm).

13. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.

8. Uszczelka samoprzylepna PE 4x20.
7. Uszczelka polietylenowa U01.

4. Obróbka stykowa EA1B31.
3. Obróbka przykalenicowa EA1B13.

6. Obróbka indywidualna.

1. Ruukki SP2B PIR lub SP2D PIR.
2. Ruukki SP2C PIR.
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5. Obróbka stykowa EA1B32- patrz detal M04/S09_B.
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